采购内容及项目要求
一、项目概况
本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币190万元。
二、技术条款及商务条款响应要求
山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
	采购人要求（用户填写）
	投标人（供应商）响应（投标人/供应商填写）

	配置序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量
	数量
	应答技术规格指标
	技术指标偏离情况
	备注

	1
	键合工艺
	1.1等离子体活化功能；
1.2对准和预键合功能；
	









1
	
	
	
	

	2
	可键合材料
	包括Si、SiC、铌酸锂、玻璃等材料
	
	
	
	
	

	3
	机台适用尺寸
	2/4/6/8吋晶圆及不规则小片
	
	
	
	
	

	4
	活化腔室极限真空度
	≤10Pa
	
	
	
	
	

	5
	真空泄漏率
	≤1×10^-5 Pa·m³/s
	
	
	
	
	

	6
	等离子体类型
	CCP
	
	
	
	
	

	7
	等离子体频率
	400kHz/40kHz（双频率）
	
	
	
	
	

	8
	兼容工艺气体种类
	≥3种
	
	
	
	
	

	9
	▲清洗方式
	二流体清洗、兆声清洗
	
	
	
	
	

	10
	▲干燥方式
	旋转甩干、氮气吹扫
	
	
	
	
	

	11
	键合腔室真空度
	≤5E-4 mbar
	
	
	
	
	

	12
	▲键合精度
	≤±100um
	
	
	
	
	

	13
	键合压力
	≥10N
	
	
	
	
	

	14
	▲键合后空洞数量
	空洞数量 ≤10个（6吋键合晶圆，空洞直径≤200μm）
	
	
	
	
	

	15
	▲键合强度
	Si-氧硅热处理后≥2J/m2
	
	
	
	
	

	16
	▲键合面积
	键合面积≥99%（超声波显微镜测试6吋晶圆键合片）
	
	
	
	
	

	17
	晶圆键合托盘
	10mm、20mm、2/4/6/8吋等晶圆位置固定夹具至少各1套，提供具体夹具模型
	
	
	
	
	

	18
	设备稳定性
	至少连续测试十片Si-SiO2晶圆，满足1-16条技术参数指标。
	
	
	
	
	

	19
	配件与易耗品清单
	提供详细配件与易耗品清单，包括型号/规格/厂家等内容
	
	
	
	
	


注：1、本项目产品功能要求中的所有名词（除国家标准、行业标准已规定的之外），仅代表采购人对功能的需求，不代表该功能的名称被指定。
2、参数中国标、行标等标准或者规范如有最新版按最新版执行。
[bookmark: _GoBack]3、依据本项目的特点提供安装调试方案、重点难点及解决方案、培训方案、售后服务等评分标准中要求的评审内容。
